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MODALIDAD: Curso

TIPO DE ASIGNATURA: Teodrico-Practica

SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Noveno

CARACTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria de Eleccién
NUMERO DE CREDITOS: 8

HORAS DE TOTAL
CLASEALA 5 Teoéricas: 3 | Practicas: 2 gzr:g r;a: 16 | DE 80
SEMANA: - HORAS:

SERIACION OBLIGATORIA ANTECEDENTE: Ninguna
SERIACION OBLIGATORIA SUBSECUENTE: Ninguna

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso el alumno comprendera las tecnologias de vanguardia utilizadas en la
miniaturizacion de circuitos electronicos.

INDICE TEMATICO
Horas Horas
UNIDAD TEMAS Tedricas Practicas
1 Introduccion a la Microtecnologia y 6 4
Nanotecnologia
5 Tecnologia de Fabricacion de 6 4
Circuitos Integrados
3 Técnicas de Nanofabricacién 6 4
4 Aplicaciones de las Nanotecnologias 6 4
3) Metodologia Ampliada de Disefno 6 4
6 Desarrollo de Aplicaciones con Soc 6 4
7 Desarrollo de Aplicaciones con DSP 6 4
8 Diseno de un Sistema Completo 6 4
Total de Horas 48 32
Suma Total de las Horas 80
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CONTENIDO TEMATICO

1.

INTRODUCCION A LA MICROTECNOLOGIA Y NANOTECNOLOGIA

1.1. Estado actual de la tecnologia.

1.2. Desafios tecnoldgicos y desafios de disefio de circuitos analdgicos y digitales.
1.3. Técnicas de diseno de circuitos en baja tension y bajo consumo.

1.4. Evolucion hacia la nanotecnologia.

TECNOLOGIA DE FABRICACION DE CIRCUITOS INTEGRADOS

2.1.Crecimiento en volumen de materiales semiconductores.

2.2.Obtencion de mascaras.

2.3.Oxidacién. Epitaxias. Difusion. Implantacién idnica. Capas dieléctricas.
Fotolitografia. Metalizacion. Encapsulado.

TECNICAS DE NANOFABRICACION

3.1.Litografia por haces de electrones.

3.2. Sintesis de nanotubos, nanowires y nanocristales.
3.3. Autoensamblado de moléculas (SAM).

APLICACIONES DE LAS NANOTECNOLOGIAS

4.1.Energias renovables: Células fotovoltaicas nanoestructuradas, almacenamiento
de hidrogeno y células de combustible.

4.2.Nanoelectronica: Transistores de pelicula delgada (TFTs) y dispositivos
moleculares.

4.3.Sensores. Biosensores. Biochips.

4 4. Sistemas nanoelectromecanicos (NEMs).

4.5. Aplicaciones.

METODOLOGIA AMPLIADA DE DISENO
5.1. Flujo de disefio basado en esquemas.
5.2. Flujo de disefio basado en HDL.

5.3. Flujos de disefio basados en C/C++.
5.4. Simulacion.

5.5. Librerias.

5.6. Sintesis.

5.7.Flujo de disefio fisico.

5.8. Place and Route.

5.9. Analisis de tiempos.

5.10. Errores de diseio.

5.11. Problemas del VHDL para el disefio de FPGA.

DESARROLLO DE APLICACIONES CON SoC

6.1. Introduccion.

6.2. Nucleos o cores “soft” frente a “hard”.

6.3. Particionado de un disefio en sus componentes hardware y software.
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6.4. Un procesador empotrado simple.

7. DESARROLLO DE APLICACIONES CON DSP
7.1. Introduccion.
7.2. Implementaciones alternativas.
7.3. Implementaciones basadas en FPGA.
7.4. Entornos de trabajo mixtos DSP y VHDL / Verilog.
7.5. Filtros Digitales.

8. DISENO DE UN SISTEMA COMPLETO
PRACTICAS DE LABORATORIO

Microtecnologia y Nanotecnologia.

Tecnologia de fabricacion de circuitos integrados.
Técnicas de nanofabricacion.

Aplicaciones de las nanotecnologias.
Metodologia Ampliada de Disefio.

Desarrollo de aplicaciones con SoC.

Desarrollo de aplicaciones con DSP.

Nookrwdh =
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SITIOS WEB RECOMENDADOS
e http://www.dgbiblio.unam.mx (librunam, tesiunam, bases de datos digitales)
e http://www.copernic.com
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SUGERENCIAS DIDACTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA
ASIGNATURA

SUGERENCIAS DIDACTICAS A UTILIZAR

Exposicion oral

>

Exposicién audiovisual

Ejercicios dentro de clase

Ejercicios fuera del aula

XXX | X

Lecturas obligatorias

Trabajo de investigacion

Practicas de laboratorio

>

Practicas de campo

Otras

MECANISMOS DE EVALUACION

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL PROCESO A UTILIZAR
ENSENANZA-APRENDIZAJE

Examenes parciales

Examen final

Trabajos y tareas fuera del aula

X | X[ X]| X

Participacion en clase

Asistencia

Exposicion de seminarios por los alumnos

PERFIL PROFESIOGRAFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

LICENCIATURA POSGRADO | AREA INDISPENSABLE | AREA DESEABLE
Ingenieria en en Electronica Nanotecnologia
Comunicaciones y Electrénica

Electronica o, Ingenieria
Mecanica Eléctrica
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